
会　　場 〔Ⅰ〕東 京 の 部　会場：工学院大学（新宿）　URBAN TECH HALL
期　　日

受講受付

時　　間 テ　ー　マ 講　師 テ　ー　マ 講　師
９時20分

９時30分

当協会会長
東京医科歯科大学名誉教授
工学博士
 宮入　裕夫 氏

９時30分

10時30分

電子材料用エポキシ樹脂の
開発動向
（ICやLEDに使用される
高機能化エポキシ樹脂の
開発動向とその特性につ
いて述べる）

三菱化学㈱
機能化学本部
機能化学企画室
事業開発グループ
マネージャー
 早川　淳人 氏

エポキシ樹脂中におけるシ
ランカップリング剤の反応
性と接着性能について
（エポキシ樹脂組成物中の
シランカップリング剤の
分散状態と反応性につい
て接着機能を中心に検討
した内容を紹介する。）

リンテック㈱
研究所　製品研究部
電子材料研究室
主幹研究員
 市川　功 氏

10時30分

11時30分

エポキシ樹脂のアニオン
UV硬化
（筆者等が開発した新規な
光塩基発生剤の特性とこ
れらを用いたアニオン
UV硬化系について解説
する。）

東京理科大学准教授
理工学部工業化学科
工学博士
 有光　晃二 氏

エポキシ樹脂の熱膨張性耐
火材料への展開と用途例
（エポキシ樹脂をバインダ
ーとして使用した熱膨張
性耐火シートの開発状況
と使用例を紹介する。）

積水化学工業㈱
高機能プラスチック
スカンパニー
FP事業推進部
 矢野　秀明 氏

休　　　　　憩 休　　　　　憩
11時40分

12時40分

スマートフォン・タブレッ
トPC用パッケージ材料の
最新技術動向について
（半導体PKG用途のサブ
ストレートのトレンドと
それに伴う材料物性につ
いて紹介する。）

日立化成工業㈱
筑波総合研究所 
情報通信材料開発セ
ンタ
副センタ長
 村井　曜 氏

省エネルギーのための鉄道車
両への接着の応用例について
（国内外の鉄道車両において、
接着を応用して車体の軽量
化および平滑化（空気抵抗
の減少）により省エネルギ
ー化を図っているいくつか
の事例を紹介する。）

中部大学工学部
非常勤講師
元日本車輌製造㈱
工学博士
 鈴木　靖昭 氏

12時40分
13時15分 昼　　　　　食 昼　　　　　食

13時15分

14時15分

次世代パワーデバイスのパ
ッケージ技術動向について
（最新のIGBTからSiCに代
表されるパワーデバイス
の概要とそれらに適用さ
れるパッケージ技術・実
装技術の最新技術動向を
説明する。）

富士電機㈱
電子デバイス研究所
Siデバイス開発セン
ターセンター長
工学博士
 高橋　良和 氏

概要と外部鉄骨の重防食塗
装
（世界一の高さを誇る東京

さびから守る塗装技術を
解説する。）

㈱大林組
技術研究所
技術ソリューション部
主席技師
 堀　長生 氏

休　　　　　憩 休　　　　　憩
14時25分

15時25分

半導体封止材の最新動向に
ついて
（伸長著しい銅ワイヤーパ
ッケージに影響を与える
封止材特性について述べ
る。）

住友ベークライト㈱
電子デバイス材料研
究所
研究部長
 藤田　浩史 氏

イミダゾール系エポキシ硬
化剤について
（エポキシ樹脂の硬化剤と
して広く使用されている
イミダゾール化合物の反
応性と応用例について紹
介する。）

四国化成工業㈱
化学品研究･開発
機能材料チーム
チームリーダー
 溝部　昇 氏

15時25分

16時25分

ますます進んでいる高放熱
性樹脂の開発の現状と展望
（LED照明の発展とともにま
すます需要が高まる高放熱
性樹脂の現状を、フィラー
や複合化方法などの観点か
ら説明した後、将来展望に
ついて述べる。）

（地独）大阪市立工業
研究所
環境技術研究部長
工学博士
 上利　泰幸 氏

コアシェル型ゴム粒子を用
いたエポキシ樹脂の耐衝撃
性改良技術について
（コアシェル型ゴム粒子に
よるエポキシ樹脂の高機
能化に関して最近の開発
事例を紹介する。）

㈱カネカ
高機能性樹脂事業部
開発営業グループ
MXチーム　主任
工学博士
 岡井　次郎 氏

会　　場 〔Ⅱ〕
期　　日

受講受付

時　　間 テ　ー　マ 講　師 テ　ー　マ 講　師
９時55分 会長挨拶 当協会会長

東京医科歯科大学名誉教授
工学博士
 宮入　裕夫 氏

11時00分
11時00分

12時00分
12時00分

10時00分
10時00分 コアシェル型ゴム粒子を用

いたエポキシ樹脂の耐衝撃
性改良技術について
（コアシェル型ゴム粒子に
よるエポキシ樹脂の高機
能化に関して最近の開発
事例を紹介する。）

㈱カネカ
高機能性樹脂事業部
開発営業グループ
MXチーム　主任
工学博士
 岡井　次郎 氏

ますます進んでいる高放熱
性樹脂の開発の現状と展望
（LED照明の発展とともにま
すます需要が高まる高放熱
性樹脂の現状を、フィラー
や複合化方法などの観点か
ら説明した後、将来展望に
ついて述べる。）

（地独）大阪市立工業
研究所
環境技術研究部長
工学博士
 上利　泰幸 氏

12時35分
12時35分

 

  

13時35分

昼　　　　　食 昼　　　　　食

13時35分

14時35分

エポキシ樹脂の熱膨張性耐
火材料への展開と用途例
（エポキシ樹脂をバインダ
ーとして使用した熱膨張
性耐火シートの開発状況
と使用例を紹介する。）

積水化学工業㈱
高機能プラスチック
スカンパニー
FP事業推進部
 矢野　秀明 氏

概要と外部鉄骨の重防食塗
装
（世界一の高さを誇る東京

さびから守る塗装技術を
解説する。）

㈱大林組
技術研究所
技術ソリューション部
主席技師
 堀　長生 氏

休　　　　　憩 休　　　　　憩
14時45分

15時45分

エポキシ樹脂のアニオン
UV硬化
（筆者等が開発した新規な
光塩基発生剤の特性とこ
れらを用いたアニオン
UV硬化系について解説
する。）

東京理科大学准教授
理工学部工業化学科
工学博士
 有光　晃二 氏

スマートフォン・タブレッ
トPC用パッケージ材料の
最新技術動向について
（半導体PKG用途のサブ
ストレートのトレンドと
それに伴う材料物性につ
いて紹介する。）

日立化成工業㈱
筑波総合研究所 
情報通信材料開発セ
ンタ
副センタ長
 村井　曜 氏

15時45分

16時45分

エポキシ樹脂中におけるシ
ランカップリング剤の反応
性と接着性能について
（エポキシ樹脂組成物中の
シランカップリング剤の
分散状態と反応性につい
て接着機能を中心に検討
した内容を紹介する。）

リンテック㈱
研究所　製品研究部
電子材料研究室
主幹研究員
 市川　功 氏

次世代パワーデバイスのパ
ッケージ技術動向について
（最新のIGBTからSiCに代
表されるパワーデバイス
の概要とそれらに適用さ
れるパッケージ技術・実
装技術の最新技術動向を
説明する。）

富士電機㈱
電子デバイス研究所
Siデバイス開発セン
ターセンター長
工学博士
 高橋　良和 氏

開
公
回
六
十
三
第 会　　場 〔Ⅱ〕大 阪 の 部　会場：日本ペイント株式会社　本社ホール

期　　日 第１日：平成24年８月２日（木） 第２日：平成24年８月３日（金）
受講受付 ８時40分より ８時40分より
時　　間 テ　ー　マ 講　師 テ　ー　マ 講　師
９時20分

９時30分

会長挨拶 当協会会長
東京医科歯科大学名誉教授
工学博士
 宮入　裕夫 氏

９時30分

10時30分

コアシェル型ゴム粒子を用
いたエポキシ樹脂の耐衝撃
性改良技術について
（コアシェル型ゴム粒子に
よるエポキシ樹脂の高機
能化に関して最近の開発
事例を紹介する。）

㈱カネカ
高機能性樹脂事業部
開発営業グループ
MXチーム　主任
工学博士
 岡井　次郎 氏

ますます進んでいる高放熱
性樹脂の開発の現状と展望
（LED照明の発展とともにま
すます需要が高まる高放熱
性樹脂の現状を、フィラー
や複合化方法などの観点か
ら説明した後、将来展望に
ついて述べる。）

（地独）大阪市立工業
研究所
環境技術研究部長
工学博士
 上利　泰幸 氏

10時30分

11時30分

イミダゾール系エポキシ硬
化剤について
（エポキシ樹脂の硬化剤と
して広く使用されている
イミダゾール化合物の反
応性と応用例について紹
介する。）

四国化成工業㈱
化学品研究･開発
機能材料チーム
チームリーダー
 溝部　昇 氏

電子材料用エポキシ樹脂の
開発動向
（ICやLEDに使用される
高機能化エポキシ樹脂の
開発動向とその特性につ
いて述べる）

三菱化学㈱
機能化学本部
機能化学企画室
事業開発グループ
マネージャー
 早川　淳人 氏

休　　　　　憩 休　　　　　憩
11時40分

12時40分

省エネルギーのための鉄道車
両への接着の応用例について
（国内外の鉄道車両において、
接着を応用して車体の軽量
化および平滑化（空気抵抗
の減少）により省エネルギ
ー化を図っているいくつか
の事例を紹介する。）

中部大学工学部
非常勤講師
元日本車輌製造㈱
工学博士
 鈴木　靖昭 氏

半導体封止材の最新動向に
ついて
（伸長著しい銅ワイヤーパ
ッケージに影響を与える
封止材特性について述べ
る。）

住友ベークライト㈱
電子デバイス材料研
究所
研究部長
 藤田　浩史 氏

12時40分
13時15分 昼　　　　　食 昼　　　　　食

13時15分

14時15分

エポキシ樹脂の熱膨張性耐
火材料への展開と用途例
（エポキシ樹脂をバインダ
ーとして使用した熱膨張
性耐火シートの開発状況
と使用例を紹介する。）

積水化学工業㈱
高機能プラスチック
スカンパニー
FP事業推進部
 矢野　秀明 氏

概要と外部鉄骨の重防食塗
装
（世界一の高さを誇る東京

さびから守る塗装技術を
解説する。）

㈱大林組
技術研究所
技術ソリューション部
主席技師
 堀　長生 氏

休　　　　　憩 休　　　　　憩
14時25分

15時25分

エポキシ樹脂のアニオン
UV硬化
（筆者等が開発した新規な
光塩基発生剤の特性とこ
れらを用いたアニオン
UV硬化系について解説
する。）

東京理科大学准教授
理工学部工業化学科
工学博士
 有光　晃二 氏

スマートフォン・タブレッ
トPC用パッケージ材料の
最新技術動向について
（半導体PKG用途のサブ
ストレートのトレンドと
それに伴う材料物性につ
いて紹介する。）

日立化成工業㈱
筑波総合研究所 
情報通信材料開発セ
ンタ
副センタ長
 村井　曜 氏

15時25分

16時25分

エポキシ樹脂中におけるシ
ランカップリング剤の反応
性と接着性能について
（エポキシ樹脂組成物中の
シランカップリング剤の
分散状態と反応性につい
て接着機能を中心に検討
した内容を紹介する。）

リンテック㈱
研究所　製品研究部
電子材料研究室
主幹研究員
 市川　功 氏

次世代パワーデバイスのパ
ッケージ技術動向について
（最新のIGBTからSiCに代
表されるパワーデバイス
の概要とそれらに適用さ
れるパッケージ技術・実
装技術の最新技術動向を
説明する。）

富士電機㈱
電子デバイス研究所
Siデバイス開発セン
ターセンター長
工学博士
 高橋　良和 氏

向
動
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開
公
回
六
十
三
第 会　　場 〔Ⅱ〕大 阪 の 部　会場：日本ペイント株式会社　本社ホール

期　　日 第１日：平成24年８月２日（木） 第２日：平成24年８月３日（金）
受講受付 ８時40分より ８時40分より
時　　間 テ　ー　マ 講　師 テ　ー　マ 講　師
９時20分

９時30分

会長挨拶 当協会会長
東京医科歯科大学名誉教授
工学博士
 宮入　裕夫 氏

９時30分

10時30分

コアシェル型ゴム粒子を用
いたエポキシ樹脂の耐衝撃
性改良技術について
（コアシェル型ゴム粒子に
よるエポキシ樹脂の高機
能化に関して最近の開発
事例を紹介する。）

㈱カネカ
高機能性樹脂事業部
開発営業グループ
MXチーム　主任
工学博士
 岡井　次郎 氏

ますます進んでいる高放熱
性樹脂の開発の現状と展望
（LED照明の発展とともにま
すます需要が高まる高放熱
性樹脂の現状を、フィラー
や複合化方法などの観点か
ら説明した後、将来展望に
ついて述べる。）

（地独）大阪市立工業
研究所
環境技術研究部長
工学博士
 上利　泰幸 氏

10時30分

11時30分

イミダゾール系エポキシ硬
化剤について
（エポキシ樹脂の硬化剤と
して広く使用されている
イミダゾール化合物の反
応性と応用例について紹
介する。）

四国化成工業㈱
化学品研究･開発
機能材料チーム
チームリーダー
 溝部　昇 氏

電子材料用エポキシ樹脂の
開発動向
（ICやLEDに使用される
高機能化エポキシ樹脂の
開発動向とその特性につ
いて述べる）

三菱化学㈱
機能化学本部
機能化学企画室
事業開発グループ
マネージャー
 早川　淳人 氏

休　　　　　憩 休　　　　　憩
11時40分

12時40分

省エネルギーのための鉄道車
両への接着の応用例について
（国内外の鉄道車両において、
接着を応用して車体の軽量
化および平滑化（空気抵抗
の減少）により省エネルギ
ー化を図っているいくつか
の事例を紹介する。）

中部大学工学部
非常勤講師
元日本車輌製造㈱
工学博士
 鈴木　靖昭 氏

半導体封止材の最新動向に
ついて
（伸長著しい銅ワイヤーパ
ッケージに影響を与える
封止材特性について述べ
る。）

住友ベークライト㈱
電子デバイス材料研
究所
研究部長
 藤田　浩史 氏

12時40分
13時15分 昼　　　　　食 昼　　　　　食

13時15分

14時15分

エポキシ樹脂の熱膨張性耐
火材料への展開と用途例
（エポキシ樹脂をバインダ
ーとして使用した熱膨張
性耐火シートの開発状況
と使用例を紹介する。）

積水化学工業㈱
高機能プラスチック
スカンパニー
FP事業推進部
 矢野　秀明 氏

概要と外部鉄骨の重防食塗
装
（世界一の高さを誇る東京

さびから守る塗装技術を
解説する。）

㈱大林組
技術研究所
技術ソリューション部
主席技師
 堀　長生 氏

休　　　　　憩 休　　　　　憩
14時25分

15時25分

エポキシ樹脂のアニオン
UV硬化
（筆者等が開発した新規な
光塩基発生剤の特性とこ
れらを用いたアニオン
UV硬化系について解説
する。）

東京理科大学准教授
理工学部工業化学科
工学博士
 有光　晃二 氏

スマートフォン・タブレッ
トPC用パッケージ材料の
最新技術動向について
（半導体PKG用途のサブ
ストレートのトレンドと
それに伴う材料物性につ
いて紹介する。）

日立化成工業㈱
筑波総合研究所 
情報通信材料開発セ
ンタ
副センタ長
 村井　曜 氏

15時25分

16時25分

エポキシ樹脂中におけるシ
ランカップリング剤の反応
性と接着性能について
（エポキシ樹脂組成物中の
シランカップリング剤の
分散状態と反応性につい
て接着機能を中心に検討
した内容を紹介する。）

リンテック㈱
研究所　製品研究部
電子材料研究室
主幹研究員
 市川　功 氏

次世代パワーデバイスのパ
ッケージ技術動向について
（最新のIGBTからSiCに代
表されるパワーデバイス
の概要とそれらに適用さ
れるパッケージ技術・実
装技術の最新技術動向を
説明する。）

富士電機㈱
電子デバイス研究所
Siデバイス開発セン
ターセンター長
工学博士
 高橋　良和 氏

向
動
の
近
最
の
術
技
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第１日 ： 2019年7月25日（木）第１日 ： 2019年7月18日（木） 第2日 ： 2019年7月19日（金） 第2日 ： 2019年7月26日（金）
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用
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最
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第
四
十
三
回
公
開

技  

術  

講  

座

東 京 の 部 　 　 会場 ： 自動車会館　大会議室

8時30分より 8時30分より 9時00分より 9時00分より

エポキシ樹脂用リン系難燃剤
について
エポキシ樹脂用リン系難燃剤につ
いて、市販されている難燃剤を中
心に紹介する。また、現在当社が開
発を進めている新規のエポキシ樹
脂用リン系難燃剤についても紹介
する。

エポキシ樹脂の光硬化

光（または熱）潜在性硬化剤を用
いたエポキシ樹脂の硬化について
講演者らの研究例を中心に解説
する。

東京理科大学
理工学部先端化学科
教授
工学博士

有光　晃二 氏

電気・電子部材向けエポキシ
樹脂の技術動向
電気・電子部品に使用されるエポキ
シ樹脂への要求特性として、更なる
高耐熱・低塩素・低誘電特性などが
求められてきている。このような要望
に対して開発してきた弊社の最近
の開発品について紹介する。

三菱ケミカル株式会社
開発本部  三重研究所
高機能化学研究室
室長

　平井　孝好 氏

電気・電子部材向けエポキシ
樹脂の技術動向
電気・電子部品に使用されるエポキ
シ樹脂への要求特性として、更なる
高耐熱・低塩素・低誘電特性などが
求められてきている。このような要望
に対して開発してきた弊社の最近の
開発品について紹介する。

三菱ケミカル株式会社
開発本部  三重研究所
高機能化学研究室
室長

　平井　孝好 氏

界面密着性向上を指向した
熱硬化性樹脂の高機能化
～改質剤とフィラー処理の検討例～
エポキシ樹脂等の金属接着性向上
のための改質剤やフィラー処理の検
討例を紹介する。また、硬化時の連
続的な体積変化の測定例について
も紹介する。

構造接着の最近のトレンド
近年の技術の進歩に伴い、接着剤
が多くの重要な箇所に使用され始め
ている。特に自動車や航空機など、信
頼性の求められる箇所にも広がりつ
つある。今講演では、構造接着に関
する最近のトレンドについて報告す
る。

一液エポキシ接着剤の開発
動向

一液エポキシ接着剤の最近の進
展と開発動向について解説する。

自動車用接着剤の技術動向

変化する自動車分野に必要とされ
る接着剤に必要とされる性能とそ
れに対する技術について簡単に
紹介する。

AIによる反応予測解析

本講演では、対象の化学反応を
促進するための触媒の探査をAI
を用いて行った枠組みやAIに関
する技術および現状での成果に
ついて紹介する。

高性能トランスファーモールド
型パワーモジュール
有機絶縁を用いたトランスファーモ
ールド型モジュールの高放熱化、
高耐熱化、高信頼化技術とそれを
支えるエポキシ樹脂材料技術の重
要性を紹介する。

トヨタにおける塗装技術の
取り組み

自動車塗装の環境への取り組みと
最近の動向、技術を紹介する。

車載用パワーモジュールの
樹脂封止構造の信頼性解析

本講演では車載用パワーモジュ
ールの樹脂封止構造の効果と樹
脂はく離などの課題に関する実
験と解析の結果を紹介する。

横浜国立大学
大学院工学研究院
教授
工学博士

　于　強 氏

車載用パワーモジュールの
樹脂封止構造の信頼性解析

本講演では車載用パワーモジュー
ルの樹脂封止構造の効果と樹脂
はく離などの課題に関する実験と
解析の結果を紹介する。

横浜国立大学
大学院工学研究院
教授
工学博士

　于　強 氏

トヨタ自動車株式会社
第1材料技術部
塗装設計室
室長

稲垣　朋子 氏 
 

国立研究開発法人　
物質・材料研究機構
統合型材料開発・
情報基盤部門(MaDIS)
主任研究員　工学博士

　　永田　賢二 氏

AIによる反応予測解析

本講演では、対象の化学反応を
促進するための触媒の探査をAI
を用いて行った枠組みやAIに関
する技術および現状での成果に
ついて紹介する。

国立研究開発法人　
物質・材料研究機構
統合型材料開発・
情報基盤部門(MaDIS)
主任研究員　工学博士

　　永田　賢二 氏

セメダイン株式会社
技術本部
取締役

秋本　雅人 氏

自動車用接着剤の技術動向

変化する自動車分野に必要とされ
る接着剤に必要とされる性能とそ
れに対する技術について簡単に
紹介する。

セメダイン株式会社
技術本部
取締役

秋本　雅人 氏

ヘンケルジャパン株式会社
ジェネラルインダストリー
接着剤事業本部
エポキシ　グローバル
テックリード
理学博士

　　　　
陳　純福 氏

一液エポキシ接着剤の開発
動向

一液エポキシ接着剤の最近の進
展と開発動向について解説する。

ヘンケルジャパン株式会社
ジェネラルインダストリー
接着剤事業本部
エポキシ　グローバル
テックリード
理学博士

　　　　
陳　純福 氏

三菱電機株式会社
先端技術総合研究所
パワーモジュール技術部
主席技師長

西村　隆 氏

高性能トランスファーモールド
型パワーモジュール
有機絶縁を用いたトランスファーモ
ールド型モジュールの高放熱化、
高耐熱化、高信頼化技術とそれを
支えるエポキシ樹脂材料技術の
重要性を紹介する。

三菱電機株式会社
先端技術総合研究所
パワーモジュール技術部
主席技師長

西村　隆 氏

自動車塗装の諸課題に対する
取組み＜縺れた糸を解く為に＞
塗装を取り巻く諸課題は、多岐に渡
りそれは縺れた糸の様に感じられる
が、視点を絞って考えれば、整理でき
る。さらに、事例を参考に、どうブレー
クスルーしていくかを考える。

ダイハツ工業株式会社
ユニット生技部　
設備開発室
主担当員（課長）

神澤　啓彰 氏

In situ 重合法を用いたエポキシ
樹脂系炭素繊維強化複合材料 
（CFRP）の高性能化
「In situ 重合法によるCFRPの高
靱性化」および「CFRP引張強度
へのマトリックス樹脂特性の影響解
明の結果」に関して紹介する。

会　　場 〔Ⅰ〕東 京 の 部　会場：工学院大学（新宿）　URBAN TECH HALL
期　　日 第１日：平成24年７月26日（木） 第２日：平成24年７月27日（金）
受講受付 ８時40分より ８時40分より
時　　間 テ　ー　マ 講　師 テ　ー　マ 講　師
９時20分

９時30分

会長挨拶 当協会会長
東京医科歯科大学名誉教授
工学博士
 宮入　裕夫 氏

９時30分

10時30分

電子材料用エポキシ樹脂の
開発動向
（ICやLEDに使用される
高機能化エポキシ樹脂の
開発動向とその特性につ
いて述べる）

三菱化学㈱
機能化学本部
機能化学企画室
事業開発グループ
マネージャー
 早川　淳人 氏

エポキシ樹脂中におけるシ
ランカップリング剤の反応
性と接着性能について
（エポキシ樹脂組成物中の
シランカップリング剤の
分散状態と反応性につい
て接着機能を中心に検討
した内容を紹介する。）

リンテック㈱
研究所　製品研究部
電子材料研究室
主幹研究員
 市川　功 氏

10時30分

11時30分

エポキシ樹脂のアニオン
UV硬化
（筆者等が開発した新規な
光塩基発生剤の特性とこ
れらを用いたアニオン
UV硬化系について解説
する。）

東京理科大学准教授
理工学部工業化学科
工学博士
 有光　晃二 氏

エポキシ樹脂の熱膨張性耐
火材料への展開と用途例
（エポキシ樹脂をバインダ
ーとして使用した熱膨張
性耐火シートの開発状況
と使用例を紹介する。）

積水化学工業㈱
高機能プラスチック
スカンパニー
FP事業推進部
 矢野　秀明 氏

休　　　　　憩 休　　　　　憩
11時40分

12時40分

スマートフォン・タブレッ
トPC用パッケージ材料の
最新技術動向について
（半導体PKG用途のサブ
ストレートのトレンドと
それに伴う材料物性につ
いて紹介する。）

日立化成工業㈱
筑波総合研究所 
情報通信材料開発セ
ンタ
副センタ長
 村井　曜 氏

省エネルギーのための鉄道車
両への接着の応用例について
（国内外の鉄道車両において、
接着を応用して車体の軽量
化および平滑化（空気抵抗
の減少）により省エネルギ
ー化を図っているいくつか
の事例を紹介する。）

中部大学工学部
非常勤講師
元日本車輌製造㈱
工学博士
 鈴木　靖昭 氏

12時40分
13時15分 昼　　　　　食 昼　　　　　食

13時15分

14時15分

次世代パワーデバイスのパ
ッケージ技術動向について
（最新のIGBTからSiCに代
表されるパワーデバイス
の概要とそれらに適用さ
れるパッケージ技術・実
装技術の最新技術動向を
説明する。）

富士電機㈱
電子デバイス研究所
Siデバイス開発セン
ターセンター長
工学博士
 高橋　良和 氏

東京スカイツリー®の建設
概要と外部鉄骨の重防食塗
装
（世界一の高さを誇る東京
スカイツリー®の鉄骨を
さびから守る塗装技術を
解説する。）

㈱大林組
技術研究所
技術ソリューション部
主席技師
 堀　長生 氏

休　　　　　憩 休　　　　　憩
14時25分

15時25分

半導体封止材の最新動向に
ついて
（伸長著しい銅ワイヤーパ
ッケージに影響を与える
封止材特性について述べ
る。）

住友ベークライト㈱
電子デバイス材料研
究所
研究部長
 藤田　浩史 氏

イミダゾール系エポキシ硬
化剤について
（エポキシ樹脂の硬化剤と
して広く使用されている
イミダゾール化合物の反
応性と応用例について紹
介する。）

四国化成工業㈱
化学品研究･開発
機能材料チーム
チームリーダー
 溝部　昇 氏

15時25分

16時25分

ますます進んでいる高放熱
性樹脂の開発の現状と展望
（LED照明の発展とともにま
すます需要が高まる高放熱
性樹脂の現状を、フィラー
や複合化方法などの観点か
ら説明した後、将来展望に
ついて述べる。）

（地独）大阪市立工業
研究所
環境技術研究部長
工学博士
 上利　泰幸 氏

コアシェル型ゴム粒子を用
いたエポキシ樹脂の耐衝撃
性改良技術について
（コアシェル型ゴム粒子に
よるエポキシ樹脂の高機
能化に関して最近の開発
事例を紹介する。）

㈱カネカ
高機能性樹脂事業部
開発営業グループ
MXチーム　主任
工学博士
 岡井　次郎 氏
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会　　場 〔Ⅱ〕大 阪 の 部　会場：日本ペイント株式会社　本社ホール
期　　日 第１日：平成24年８月２日（木） 第２日：平成24年８月３日（金）
受講受付 ８時40分より ８時40分より
時　　間 テ　ー　マ 講　師 テ　ー　マ 講　師
９時20分

９時30分

会長挨拶 当協会会長
東京医科歯科大学名誉教授
工学博士
 宮入　裕夫 氏

９時30分

10時30分

コアシェル型ゴム粒子を用
いたエポキシ樹脂の耐衝撃
性改良技術について
（コアシェル型ゴム粒子に
よるエポキシ樹脂の高機
能化に関して最近の開発
事例を紹介する。）

㈱カネカ
高機能性樹脂事業部
開発営業グループ
MXチーム　主任
工学博士
 岡井　次郎 氏

ますます進んでいる高放熱
性樹脂の開発の現状と展望
（LED照明の発展とともにま
すます需要が高まる高放熱
性樹脂の現状を、フィラー
や複合化方法などの観点か
ら説明した後、将来展望に
ついて述べる。）

（地独）大阪市立工業
研究所
環境技術研究部長
工学博士
 上利　泰幸 氏

10時30分

11時30分

イミダゾール系エポキシ硬
化剤について
（エポキシ樹脂の硬化剤と
して広く使用されている
イミダゾール化合物の反
応性と応用例について紹
介する。）

四国化成工業㈱
化学品研究･開発
機能材料チーム
チームリーダー
 溝部　昇 氏

電子材料用エポキシ樹脂の
開発動向
（ICやLEDに使用される
高機能化エポキシ樹脂の
開発動向とその特性につ
いて述べる）

三菱化学㈱
機能化学本部
機能化学企画室
事業開発グループ
マネージャー
 早川　淳人 氏

休　　　　　憩 休　　　　　憩
11時40分

12時40分

省エネルギーのための鉄道車
両への接着の応用例について
（国内外の鉄道車両において、
接着を応用して車体の軽量
化および平滑化（空気抵抗
の減少）により省エネルギ
ー化を図っているいくつか
の事例を紹介する。）

中部大学工学部
非常勤講師
元日本車輌製造㈱
工学博士
 鈴木　靖昭 氏

半導体封止材の最新動向に
ついて
（伸長著しい銅ワイヤーパ
ッケージに影響を与える
封止材特性について述べ
る。）

住友ベークライト㈱
電子デバイス材料研
究所
研究部長
 藤田　浩史 氏

12時40分
13時15分 昼　　　　　食 昼　　　　　食

13時15分

14時15分

エポキシ樹脂の熱膨張性耐
火材料への展開と用途例
（エポキシ樹脂をバインダ
ーとして使用した熱膨張
性耐火シートの開発状況
と使用例を紹介する。）

積水化学工業㈱
高機能プラスチック
スカンパニー
FP事業推進部
 矢野　秀明 氏

東京スカイツリー®の建設
概要と外部鉄骨の重防食塗
装
（世界一の高さを誇る東京
スカイツリー®の鉄骨を
さびから守る塗装技術を
解説する。）

㈱大林組
技術研究所
技術ソリューション部
主席技師
 堀　長生 氏

休　　　　　憩 休　　　　　憩
14時25分

15時25分

エポキシ樹脂のアニオン
UV硬化
（筆者等が開発した新規な
光塩基発生剤の特性とこ
れらを用いたアニオン
UV硬化系について解説
する。）

東京理科大学准教授
理工学部工業化学科
工学博士
 有光　晃二 氏

スマートフォン・タブレッ
トPC用パッケージ材料の
最新技術動向について
（半導体PKG用途のサブ
ストレートのトレンドと
それに伴う材料物性につ
いて紹介する。）

日立化成工業㈱
筑波総合研究所 
情報通信材料開発セ
ンタ
副センタ長
 村井　曜 氏

15時25分

16時25分

エポキシ樹脂中におけるシ
ランカップリング剤の反応
性と接着性能について
（エポキシ樹脂組成物中の
シランカップリング剤の
分散状態と反応性につい
て接着機能を中心に検討
した内容を紹介する。）

リンテック㈱
研究所　製品研究部
電子材料研究室
主幹研究員
 市川　功 氏

次世代パワーデバイスのパ
ッケージ技術動向について
（最新のIGBTからSiCに代
表されるパワーデバイス
の概要とそれらに適用さ
れるパッケージ技術・実
装技術の最新技術動向を
説明する。）

富士電機㈱
電子デバイス研究所
Siデバイス開発セン
ターセンター長
工学博士
 高橋　良和 氏
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東京医科歯科大学
名誉教授　

宮入　裕夫

東京医科歯科大学
名誉教授　

宮入　裕夫

株式会社ＡＤＥＫＡ
研究開発本部
機能高分子開発研究所
工学博士

　　玉祖　健一 氏

エポキシ樹脂用リン系難燃剤
について
エポキシ樹脂用リン系難燃剤につ
いて、市販されている難燃剤を中
心に紹介する。また、現在当社が
開発を進めている新規のエポキシ
樹脂用リン系難燃剤についても紹
介する。

株式会社ＡＤＥＫＡ
研究開発本部
機能高分子開発研究所
工学博士

　　玉祖　健一 氏

東レ株式会社
複合材料研究所
研究員
工学博士

三角　潤 氏

In situ 重合法を用いたエポキ
シ樹脂系炭素繊維強化複合材
料 （CFRP）の高性能化
「In situ 重合法によるCFRPの高
靱性化」および「CFRP引張強度
へのマトリックス樹脂特性の影響
解明の結果」に関して紹介する。

東レ株式会社
複合材料研究所
研究員
工学博士

三角　潤 氏

東京工業大学
科学技術創成研究院
未来産業技術研究所
教授  工学博士

佐藤　千明 氏

構造接着の最近のトレンド
近年の技術の進歩に伴い、接着剤
が多くの重要な箇所に使用され始
めている。特に自動車や航空機な
ど、信頼性の求められる箇所にも広
がりつつある。今講演では、構造接
着に関する最近のトレンドについて
報告する。

東京工業大学
科学技術創成研究院
未来産業技術研究所
教授  工学博士

佐藤　千明 氏

地方独立行政法人
大阪産業技術研究所
森之宮センター　
物質・材料研究部　　
研究室長  工学博士

 平野　寛 氏

界面密着性向上を指向した
熱硬化性樹脂の高機能化
～改質剤とフィラー処理の検討例～
エポキシ樹脂等の金属接着性向上
のための改質剤やフィラー処理の
検討例を紹介する。また、硬化時の
連続的な体積変化の測定例につい
ても紹介する。

地方独立行政法人
大阪産業技術研究所
森之宮センター　
物質・材料研究部　　
研究室長  工学博士

 平野　寛 氏

エポキシ樹脂の光硬化

光（または熱）潜在性硬化剤を用
いたエポキシ樹脂の硬化について
講演者らの研究例を中心に解説
する。

東京理科大学
理工学部先端化学科
教授
工学博士

有光　晃二 氏

大 阪 の 部 　 　 会場 ： 大阪産業技術研究所　大講堂
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